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(57)【要約】
【課題】ヒートシンクを小型化しながら冷却風の生成を
良好に行うことができる冷却機能付き制御装置を提供す
る。
【解決手段】密封筐体１１内に、稼動時に発熱するパワ
ーデバイス２１，２２と該パワーデバイスを制御する制
御回路を実装した制御基板３３とを少なくとも配設し、
前記パワーデバイス及び制御基板を冷却する冷却機能付
き制御装置であって、前記パワーデバイスを装着して冷
却するヒートシンク１２と、該ヒートシンクの一部に装
着した放熱フィン２５及び当該放熱フィンの近傍に設け
た第１の送風ファン２６を有する冷却風生成部２４と、
該冷却風生成部で生成した冷却風を前記筐体内に循環さ
せる冷却風循環路とを備えている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　密封筐体内に、稼動時に発熱するパワーデバイスと該パワーデバイスを制御する制御回
路を実装した制御基板とを少なくとも配設し、前記パワーデバイス及び制御基板を冷却す
る冷却機能付き制御装置であって、
　前記パワーデバイスを装着して冷却するヒートシンクと、
　該ヒートシンクの一部に装着した放熱フィン及び当該放熱フィンの近傍に設けた第１の
送風ファンを有する冷却風生成部と、
　該冷却風生成部で生成した冷却風を前記筐体内に循環させる冷却風循環路と
　を備えたことを特徴とする冷却機能付き制御装置。
【請求項２】
　前記放熱フィン及び前記第１の送風ファンを風洞内に一体化して配設したことを特徴と
する請求項１に記載の冷却機能付き制御装置。
【請求項３】
　前記第１の送風ファンの冷却風吹き出し口に、所望方向への吹き出しを確保する吹き出
し方向制御部を形成したことを特徴とする請求項１に記載の冷却機能付き制御装置。
【請求項４】
　前記冷却風循環路に、前記放熱フィンで冷却された冷却風の吹き出し口から、温度上限
値が低い順に回路構成要素を配置したことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記
載の冷却機能付き制御装置。
【請求項５】
　前記冷却風循環路に、第２の送風ファンが配設され、該第２の送風ファンで当該冷却風
循環路を循環する冷却風の循環を補助するようにしたことを特徴とする請求項１乃至３の
何れか１項に記載の冷却機能付き制御装置。
【請求項６】
　前記第２の送風ファンの冷却風吹き出し口に、冷却風の冷却風吸込み口への短絡を抑制
して、所望方向への吹き出しを確保する吹き出し方向制御部を形成したことを特徴とする
請求項５に記載の冷却機能付き制御装置。
【請求項７】
　前記冷却風循環路に、第２の送風ファンが配設され、該第２の送風ファンで当該冷却風
循環路を循環する冷却風の循環を補助し、且つ当該冷却風循環路に、前記放熱フィンで冷
却された冷却風の吹き出し口から、温度上限値が低い順に回路構成要素を配置したことを
特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の冷却機能付き制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、密封筐体内に、稼動時に発熱する半導体モジュールと該半導体モジュールを
制御する制御回路を実装した制御基板とを少なくとも配設し、前記半導体モジュール及び
制御基板を冷却する冷却機能付き制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インバータ装置、スイッチング電源等の密閉構造を有する筐体内に回路部品を配置する
パワーエレクトロニクスの分野では、筐体内に点在する回路部品の発熱による発生損失を
除去するために冷却機能を備えている。
　回路部品の発生損失は、主に、半導体モジュールやリアクトルである。筐体が密閉構造
の場合、半導体モジュールやリアクトル等の主要発熱部品を液冷ヒートシンクに直接接触
させ、この液冷シートシンク内を循環する冷却液により、外部へ放熱することがある。そ
の際、制御装置を構成する電解コンデンサ、プリント基板等の筐体内に点在する回路部品
についても数Ｗ程度の発生損失をもっており、これらを速やかに放熱し、各回路部品の温
度を上限値以下に保持する必要がある。
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【０００３】
　筐体内に点在する部品発熱の冷却を自然対流で行う場合、筐体内空気は筐体壁面、及び
液冷ヒートシンク表面と熱交換を行うこととなる。この方法では、放熱したい回路部品を
筐体壁面に取付けたり、回路部品同士による熱だまりを防ぐため自然対流風路を確保した
り、筐体壁面での熱交換を効率よくするために壁面の厚みを厚くしたりする対策がとられ
るが、これらは何れも制御装置の設計上の制約となる。
　このため、従来、密閉筐体内にフィン付き液冷ヒートシンクにファンを一体化させて、
ファンによる筐体内の循環送風を行うようにした電子機器の冷却装置が提案されている（
例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１８６３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された従来例にあっては、密閉筐体内にフィン一
体形の液冷ヒートシンクを用いるので、フィンを形成した部分にはファンからの送風を遮
断する回路部品を装着することができないので、必然的に液冷ヒートシンクが大きくなり
、制御装置が大型化してしまうという未解決の課題がある。
　そこで、本発明は、上記従来例の未解決の課題に着目してなされたものであり、ヒート
シンクを小型化しながら冷却風の生成を良好に行うことができる冷却機能付き制御装置を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一の形態に係る冷却機能付き制御装置は、密封筐
体内に、稼動時に発熱するパワーデバイスと該パワーデバイスを制御する制御回路を実装
した制御基板とを少なくとも配設し、前記パワーデバイス及び制御基板を冷却する冷却機
能付き制御装置であって、前記パワーデバイスを装着して冷却するヒートシンクと、該ヒ
ートシンクの一部に装着した放熱フィン及び当該放熱フィンの近傍に設けた第１の送風フ
ァンを有する冷却風生成部と、該冷却風生成部で生成した冷却風を前記筐体内に循環させ
る冷却風循環路とを備えたことを特徴としている。
【０００７】
　この構成によると、パワーデバイスやリアクトル等の発熱部品についてはヒートシンク
で冷却することができるとともに、ヒートシンクの一部に放熱フィンと第１の送風ファン
とで構成される冷却風生成部が装着され、この冷却風生成部で生成された冷却風を冷却風
循環路で筐体内に循環させることにより、筐体内の冷却温度を均一化できるとともに、ヒ
ートシンクのパワーデバイス等の被冷却部品の装着面積を確保してヒートシンク自体を小
型化して制御装置を小型化することができる。
【０００８】
　また、本発明の他の形態に係る冷却機能付き制御装置は、前記放熱フィン及び前記第１
の送風ファンを風洞内に一体化して配設したことを特徴としている。
　この構成によると、放熱フィンと送風ファンとが風洞内で一体化されているので、送風
ファンで送風する風量の全量を放熱フィンを通過させることができ、冷却性能を向上させ
ることができ、放熱フィン及び送風ファンを小型化することができる。
【０００９】
　また、本発明の他の形態に係る冷却機能付き制御装置は、前記第１の送風ファンの冷却
風吹き出し口に、所望方向への吹き出しを確保する吹き出し方向制御部を形成したことを
特徴としている。
　この構成によると、第１の送風ファンから吹き出しされる冷却風を所望の方向に吹き出
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させることができ、冷却範囲を指定することができる。
【００１０】
　また、本発明の他の形態に係る冷却機能付き制御装置は、記冷却風循環路に、前記放熱
フィンで冷却された冷却風の吹き出し口から、温度上限値が低い順に回路構成要素を配置
したことを特徴としている。
　この構成によると、温度上限値が低い回路構成要素から順に冷却風が供給されるので、
冷却不足を生じることを防止することができる。
【００１１】
　また、本発明の他の形態に係る冷却機能付き制御装置は、前記冷却風循環路に、第２の
送風ファンが配設され、該第２の送風ファンで当該冷却風循環路を循環する冷却風の循環
を補助するようにしたことを特徴としている。
　この構成によると、冷却風循環路に第２の送風ファンを設けることにより、流路抵抗が
高い基板同士の間等の冷却風が流れにくく、熱だまりが発生する部分にも効率よく冷却風
を供給することができ、冷却性能を向上させることができる。
【００１２】
　また、本発明の他の形態に係る冷却機能付き制御装置は、前記第２の送風ファンの冷却
風吹き出し口に、冷却風の冷却風吸込み口への短絡を抑制して、所望方向への吹き出しを
確保する吹き出し方向制御部を形成したことを特徴としている。
　この構成によると、第２の送風ファンの循環路を循環する冷却風の送風機能を向上させ
るとともに、所望の冷却部位への冷却風の供給を可能とし、筐体内の隅々に冷却風を行き
渡らせることができる。
【００１３】
　また、本発明の他の形態に係る冷却機能付き制御装置は、前記冷却風循環路に、第２の
送風ファンが配設され、該第２の送風ファンで当該冷却風循環路を循環する冷却風の循環
を補助し、且つ当該冷却風循環路に、前記放熱フィンで冷却された冷却風の吹き出し口か
ら、温度上限値が低い順に回路構成要素を配置したことを特徴としている。
　この構成によると、第２の送風ファンで冷却風循環路を循環する冷却風の循環を補助し
て熱だまりの発生を防止し、さらに温度上限値が低い回路構成要素から順に冷却風が供給
されるので、冷却不足を生じることを防止することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ヒートシンクの一部に放熱フィン及び送風ファンで構成される冷却風
生成部を配置したので、ヒートシンクの被冷却部品を装着する面積を広く確保することが
できることから、冷却性能を確保しながらヒートシンクを小型化することができ、冷却機
能付き制御装置全体を小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る冷却機能付き制御装置を含むシステム構成図である。
【図２】冷却機能付き制御装置の筐体を外した状態の斜視図である。
【図３】冷却機能付き制御装置の前面板を取り外した状態の正面図である。
【図４】冷却機能付き制御装置の左側面板を取り外した状態の側面図である。
【図５】冷却機能付き制御装置の上面板を取り外した状態の平面図である。
【図６】冷却機能付き制御装置の底面板を取り外した状態の底面図である。
【図７】本発明の第２の実施形態を示す前面板を取り外した状態の正面図である。
【図８】図７のＡ－Ａ線上の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は本発明の冷却機能付き制御装置を含む冷却システム構成を示す図であって、図中
１は電気自動車、ハイブリッド自動車等に搭載される電動モータを駆動するインバータ装
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置の構成を有する冷却機能付き制御装置である。この冷却機能付き制御装置１には、外部
に露出する冷却水供給口２及び冷却水排出口３が設けられている。冷却水排出口３は車両
に搭載された空冷ラジエータなどの熱交換器４に供給されて冷却風と熱交換されて冷却さ
れて冷却水となり、リザーバタンク５に貯留される。リザーバタンク５に貯留された冷却
水は、ポンプ６で加圧されて冷却機能付き制御装置１の冷却水供給口２に供給され、冷却
水循環システムが構成されている。
【００１７】
　冷却機能付き制御装置１は、図２に示すように、密閉構造の筐体１１内の上下方向のや
や下側寄り位置に冷却水が供給される液冷ヒートシンク１２が固定されている。この液冷
ヒートシンク１２は、上述した冷却水供給口２及び冷却水排出口３を有して、内部に冷却
水が通水される。この液冷ヒートシンク１２は、扁平な直方体状に形成され、図３及び図
４に示すように、筐体１１の左右側面板１１Ｌｔ及び１１Ｒｔに対しては所定距離離間し
た比較的幅広の隙間の気体通路Ｐ１を形成し、前面板１１Ｆｔに対しては比較的小さな隙
間の気体通路Ｐ２を形成し、背面板１１Ｒｒに対して比較的大きな隙間の気体通路Ｐ３を
形成するように外形寸法が設定されている。
【００１８】
　そして、液冷シートシンク１１の上面には、図２～図４に示すように、例えば蓄電池で
構成される直流電源の直流電力を昇降圧するチョッパ回路を構成する半導体モジュールと
してのＩＧＢＴモジュール２１と、チョッパ回路から出力される直流電力を例えば３相交
流電力に変換するインバータ回路を構成する半導体モジュールとしての３個のＩＧＢＴモ
ジュール２２とが前後方向に延長し且つ左右方向に所定間隔を保って並列配置されている
。ここで、ＩＧＢＴモジュール２１及び２２は、直列に接続されたスイッチング素子とし
てのＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
）、保護回路等を内蔵している。
【００１９】
　また、液冷ヒートシンク１２の下面には、図２～図４に示すように、前述したチョッパ
回路を構成する比較的大型の立方体形状のリアクトル２３が冷却水排出口１４側の半部に
配置されているとともに、このリアクトル２３と隣接して冷却水供給口１３側に冷却風生
成部２４が配置されている。この冷却風生成部２４は、前後方向に長く液冷ヒートシンク
１２に上面が接触された放熱フィン２５と、この放熱フィン２５の後端面側に配置された
送風ファン２６と、これら放熱フィン２５及び送風ファン２６を囲んで一体化する風洞２
７とを備えている。
【００２０】
　このように、風洞２７内に放熱フィン２５及び送風ファン２６を一体化して配置するこ
とにより、送風ファン２６で送風される風量の全てが放熱フィン２５を通ることになり、
冷却風を効率よく生成することができ、このため、冷却風生成部２４を小型化することが
できる。このため、液冷ヒートシンク１２への装着面積も小さくなり、液冷ヒートシンク
１２の被冷却部品の装着面積を広くすることができ、この結果液冷ヒートシンク１２自体
を小型化することができる。
【００２１】
　ここで、送風ファン２６には後端側の冷却風吹き出し口に冷却風の吹き出し方向を制御
する吹き出し方向制御部としてのルーバー２８が装着されている。
　さらに、前述したチョッパ回路を構成するコンデンサ３１及び前記チョッパ回路及びイ
ンバータ間に介挿される平滑用の３つのコンデンサ３２が、図３及び４に示すように、そ
の端子側を液冷ヒートシンク１２後方側の気体通路Ｐ３内に頭部を収納する関係で筐体１
１の底面板１１Ｂｍに固定されている。そして、前述したルーバー２８が各コンデンサ３
１及び３２に冷却風が均等に供給されるように冷却風の方向を制御している。
【００２２】
　一方、液冷ヒートシンク１２に固定されたＩＧＢＴモジュール２１及び２２の上方には
、図２～図４に示すように、ＩＧＢＴモジュール２１及び２２に内蔵されたＩＧＢＴのゲ
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ートを制御するゲート駆動回路等の制御回路を実装した制御基板３３及び電源回路やリレ
ー等を実装した電源基板３４が上下方向に所定間隔を保って平行に配置されている。
　これら制御基板３３及び電源基板３４のそれぞれは、図示しない支持部材によって筐体
１１の前面板１１Ｆｔ、背面板１１Ｒｒ及び左側面板１１Ｌｔに固定支持されている。
【００２３】
　そして、制御基板３３及び電源基板３４と筐体１１の右側面板１１Ｒｔとの空間部に第
２の送風ファン３５が配設されている。この送風ファン３５は空気吸込み口が気体通路Ｐ
３に上方から対向するように下部側に開口されており、気体通路Ｐ３から送風ファン２６
によって供給される冷却風を吸込み、前面に配設された吹き出し方向制御部としてのルー
バー３６によって制御基板３３及び電源基板３４との間を通って気体通路Ｐ３側に達する
ように冷却風を分散送風する。
【００２４】
　したがって、冷却風生成部２４の第１の送風ファン２６のルーバー２８から吹き出しさ
れた冷却風が、一番上限温度が低いコンデンサ３１及び３２を冷却し、次いで、気体通路
Ｐ２及びＰ１を通って、図３に示すように、第２の送風ファン３５に下方から吸引されて
、その前面側のルーバー３６から上限温度が次に低い制御基板３３及び電源基板３４間及
び電源基板３４の上面側を通って気体通路Ｐ２に向かうとともに、気体通路Ｐ３から上方
に吹き出した冷却風の一部が制御基板３３の下面を通って気体通路Ｐ２に向かい、気体通
路Ｐ２で合流した冷却後の冷却風が風洞２７から吸い込まれて放熱フィンで熱交換されて
冷却される冷却風循環路が形成される。
【００２５】
　次に、上記実施形態の動作を説明する。
　今、冷却機能付き制御装置１の液冷ヒートシンク１２の冷却水供給口２及び冷却水排出
口３を冷却システムのポンプ６及び熱交換器４に連結することにより、冷却システムから
冷却水が冷却水供給口２に供給されるとともに、冷却水排出口３から排出される冷却後の
冷却水が冷却システムに戻される。
　この状態で冷却機能付き制御装置１を稼動状態とすると、発熱が大きい回路部品である
ＩＧＢＴモジュール２１，２２及びリアクトル２３が液冷ヒートシンク１２に直接装着さ
れており、液冷ヒートシンク１２を流れる冷却水で熱交換されて冷却される。
【００２６】
　これに加えて、液冷ヒートシンク１２の下面に、リアクトル２３と近接し、且つ冷却水
供給口２側に冷却風生成部２４が配置され、この冷却風生成部２４は液冷ヒートシンク１
２に接触する放熱フィン２５と送風ファン２６とを風洞２７内に一体化されて配置されて
いるので、送風ファン２６で送風される風量の全量が放熱フィン２５を通ることになり、
効率良く冷却風を生成することができる。このため、冷却風生成部２４を小型化すること
ができるとともに、冷却風生成部２４を装着する液冷ヒートシンク１２の装着面積を少な
くすることができ、この分液冷ヒートシンク１２の被冷却部品となるＩＧＢＴモジュール
２１，２２及びリアクトル２３の装着面積を拡げることができ、この結果、液冷ヒートシ
ンク１２自体も小型化することができる。このため、液冷ヒートシンク１２を内装する筐
体１１も小型化することができ、冷却機能付き制御装置１を小型化することができる。
【００２７】
　そして、冷却風生成部２４の送風ファン２６から吹き出された冷却風は、図６に示すよ
うに、ルーバー２８によって各コンデンサ３１，３２に向けて均等に吹き出され、これら
コンデンサ３１，３２を冷却した後、気体通路Ｐ２及びＰ１を通って冷却風循環路に設け
られた第２の送風ファン３５に下方から吸い込まれ、この第２の送風ファン３５の前面か
ら吹き出される冷却気体が図４及び図５に示すように、制御基板３３及び電源基板３４間
と制御基板３３の下方及び電源基板３４の上方とを通ってこれらに実装された発熱部品を
冷却してから気体通路Ｐ２を通じて図６に示すように冷却風生成部２４の風洞２７の入り
口から吸い込まれて放熱フィン２５に達し、この放熱フィン２５で再度冷却されて第１の
送風ファン２６によってコンデンサ３１，３２に吹き付けられる。
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【００２８】
　このように、上記第１の実施形態によると、液冷ヒートシンク１２の下面側に装着され
た冷却風生成部２４で生成した冷却風を一番上限温度が低い回路部品であるコンデンサ３
１，３２を冷却してから第２の送風ファン３５に吸い込まれて、その前面側から吹き出さ
れて、次に上限温度が低い回路部品である制御基板３３及び電源基板３４の表裏を通って
気体通路Ｐ２から冷却風生成部２４に戻る冷却風循環路が形成される。
　このため、筐体１１内の温度を均一化することができるとともに、熱だまりが形成され
る空間が生じることなく、筐体１１内に分散配置されているコンデンサ３１，３２と制御
基板３３及び電源基板３４とを効率良く冷却することができる。
【００２９】
　しかも、冷却風循路の途中に第２の送風ファン３５が配置されているので、この送風フ
ァン３５によって、コンデンサ３１，３２を冷却してきた冷却風を吸込み、制御基板３３
及び電源基板３４側に均等に吹き出すことができ、循環する冷却風の風速高めて、制御基
板３３及び電源基板３４の間隔が狭く、流路抵抗が大きい場合でも両者間に確実に冷却風
を送り込むことができ、制御基板３３及び電源基板３４を効率よく冷却することができる
。
　さらに、第１及び第２の送風ファン２６及び３５の吹き出し口に夫々ルーバー２８及び
３６を設けることにより、冷却風の吹き出し方向を正確に制御して、コンデンサ３１，３
２や制御基板３３及び電源基板３４の表裏の全面に渡って冷却風を通過させることができ
、冷却性能を向上させることができる。
【００３０】
　次に、本発明の第２の実施形態を図７及び図８について説明する。
　この第２の実施形態では、筐体１１を下部分割筐体１１Ｌ及び上部分割筐体１１Ｈに２
分割するとともに、液冷ヒートシンク１２を下部分割筐体１１Ｌの上面及び上部分割筐体
１１Ｈの下面を閉塞可能な大きさに設定し、下部分割筐体１１Ｌ及び上部分割筐体１１Ｈ
を液冷ヒートシンク１２で分断するように構成したものである。
　このため、液冷ヒートシンク１２に前述した気体通路Ｐ２及びＰ３に代わる幅狭の気体
通路１２ａと幅広の気体通路１２ｂが前後位置に所定間隔を保って左右方向に延長して貫
通形成されていることを除いては前述した第１の実施形態と同様の構成を有し、図３及び
図４との対応部分には同一符号を付し、その詳細説明はこれを省略する。
【００３１】
　ここで、液冷ヒートシンク１２に形成された幅広の気体通路１２ｂ内にコンデンサ３１
，３２がその接続端子側を挿通させて配置されている。
　また、液冷ヒートシンク１２の上下面の外周面にパッキン４１及び４２を介して下部分
割筐体１１Ｌ及び上部分割筐体１１Ｈが配置され、さらに、上部分割筐体１１Ｈの上面に
蓋体４３がパッキン４４を介して装着されて、密閉形構造の筐体１１が形成されている。
【００３２】
　この第２の実施形態によると、液冷ヒートシンク１２に設置された冷却風生成部２４の
第１の送風ファン２５から吹き出された冷却風がルーバー２８によって各コンデンサ３１
，３２に向かって均等に供給され、これらコンデンサ３１，３２を冷却した冷却風が躯体
通路１２ｂを通じて上部分割筐体１１Ｈの右後方部に配置された第２の送風ファン３５に
よって、その下方から吸引されて前方からルーバー３６によって制御基板３３及び電源基
板３４に向けて吹き出され、これら制御基板３３及び電源基板３４を冷却してから気体通
路１２ａを通じて冷却風生成部２４に戻る冷却風順管路が形成される。このため、前述し
た第１の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【００３３】
　さらに、この第２の実施形態では、液冷ヒートシンク１２の冷却水供給口２及び冷却水
排出口３が外部に露出しており、これらをシールする必要がないとともに、平面度が高く
形成される冷却ヒートシンク１２の上下面にパッキン４１及び４２を接触させてシールす
るので、高いシール度を得ることができる。
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　なお、上記第１及び第２の実施形態においては、気体通路１１及び１２を左右方向に延
長する一つの隙間又は長孔で形成する場合について説明したが、これに限定されるもので
はなく各気体通路Ｐ２及びＰ３又は１２ａ及び１２ｂを延長方向に分割して形成すること
もできる。また、気体通路Ｐ３又は１２ｂは、コンデンサ３１，３２を挿通しない場合に
は、第２の送風ファン３５の下側にのみ形成することができる。その他、気体通路は２つ
に限らす３以上の気体通路を形成することもできる。
【００３４】
　さらに、上部分割筐体１１Ｈ内に配置する制御基板３３や電源基板３４等の基板の枚数
は２枚に限らず、任意の枚数とすることができる。
　同様に、ＩＧＢＴモジュール２１，２２やコンデンサ３１，３２の個数も任意に設定す
ることができ、電力変換する交流の相数も使用する電動モータの相数に応じて任意に変更
することができる。
　また、上記実施形態においては、冷却媒体として冷却水を適用した場合について説明し
たが、これに限定されるものではなく、ハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）類
とハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）類等の代替フロンや、他の冷却気体、冷却液等の
冷却媒体を適用することができる。この場合、代替フロンを使用する場合には、空調装置
で使用する代替フロンを分岐して使用することもできる。
【００３５】
　なお、上記実施形態では、液冷ヒートシンクを適用した場合について説明したが、これ
に限定されるものではなく、ヒートパイプなど、外部と密閉筐体内との熱交換が可能なヒ
ートシンクであれば適用することができる。
　また、上記実施形態では、パワーデバイスとしてＩＧＢＴを内蔵したＩＧＢＴモジュー
ルを適用した場合について説明したが、これに限定されるものではなく、ＭＯＳＦＥＴや
他のパワー半導体素子を内蔵した半導体モジュールやチップ等を適用することができる。
　さらに、上記実施形態においては、本発明による冷却機能付き制御装置をインバータ装
置に適用した場合について説明したが、これに限定されるものではなくスイッチング電源
装置等に本発明を適用することができ、要は冷却する必要がある半導体モジュールやコン
デンサ、制御基板等の基板を密封構造の筐体内に収納した制御装置に本発明を適用するこ
とができる。
【符号の説明】
【００３６】
　１…冷却機能付き制御装置、２…冷却水供給口、３…冷却水排出口、４…熱交換器、５
…リザーバタンク、６…ポンプ、１１…筐体、１２…液冷ヒートシンク、Ｐ１～Ｐ３…気
体通路、２１，２２…ＩＧＢＴモジュール、２３…リアクトル、２４…冷却風生成部、２
５…放熱フィン、２６…第１の送風ファン、２７…風洞、２８…ルーバー、３１，３２…
コンデンサ、３３…制御基板、３４…電源基板、３５…第２の送風ファン、３６…ルーバ
ー、１２ａ，１２ｂ…気体通路
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